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法律资讯 

警告提示 

为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全

的提示用一个警告三角表示，仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示

根据危险等级由高到低如下表示。 

危险 

表示如果不采取相应的小心措施，将会导致死亡或者严重的人身伤害。 

警告 

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致死亡或者严重的人身伤害。 

小心 

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。 

注意 

表示如果不注意相应的提示，可能会出现不希望的结果或状态。 

合格的专业人员 

本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作。

其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。 由于具

备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。 

EVOC产品 

请注意下列说明： 

警告 

EVOC产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其

他公司的产品和组件，必须得到EVOC推荐和允许。正确的运输、储存、组装、

装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允

许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。 



 

免责声明 

本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

对于任何因安装、使用不当、超规格使用而导致的直接、间接、有意或无意的损

坏及隐患概不负责。 

订购产品前，请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。 

EVOC 是研祥智能科技股份有限公司的注册商标。本手册所涉及到的其他商

标，其所有权为相应的产品厂家所拥有。 

研祥智能科技股份有限公司©2018，版权所有，违者必究。未经许可，不得

以机械、电子或其它任何方式进行复制。 

 

保修条款： 

产品保修期两年。用户如另有要求，以双方签署的合同为准。 

 

欲获更多信息请访问： 

研祥网站：http://www.evoc.com 

研祥技术支持邮箱：support@evoc.com（国际）、support@evoc.cn（国内） 

免费客服热线： 4008809666 
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文档说明 

本文档适用范围 

本文档适用于EVOC M60 SERIES型号。 

约定 

在本文档中，术语“整机”或“产品”有时特指EVOC M60 SERIES产品。 

说明 

安全相关注意事项 

为避免财产损失以及出于个人安全方面的原因，请注意本入门指南中关

于安全方面的信息。 文中使用警告三角来指示这些安全信息，警告三角的

出现取决于潜在危险的程度。 

历史 

本说明书发布版本： 

版本 时间 

B00 2018.8 

C00 2018.10 

C01 2019.1 

 

 

 

 

 

 

 



 

安全须知 

通用安全说明 

小心 

除非您阅读过相关的安全说明，否则请不要扩展您的设备。 

本设备符合信息技术的的相关安全措施要求。如果您对在规划环境中安装的

有效性存有疑问，请联系您的服务代表。 

维修 

只能由经过授权的人员对设备进行维修。 

警告 

未经授权打开设备以及不当修理都可能导致设备严重损坏或危及用户安全。

系统扩展 

仅安装专为此设备设计的系统扩展设备。安装其它扩展设备可能会损坏系统

并违反无线电干扰抑制规定。请联系技术支持团队或设备购买地，以了解可安全

安装的系统扩展设备。 

小心 

如果因安装或更换系统扩展设备而将设备损坏，担保将失效。 

A类设备声明 

注意 

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰，在这种情况

下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的防护措施。 

 

 

 



 

ESD 指令 

可以通过下面的标签来识别含有静电敏感设备(ESD, electrostatic 

sensitive devices) 的模块： 

 

在操作含有 ESD 的模块时，请严格遵守下面提到的准则： 

 在操作含有 ESD 的模块之前，请务必导去身体上的静电（例如，通过触摸

接地物体）。 

 所有设备和工具必须不能带有静电。 

 在安装或卸下含有 ESD 的模块之前，请务必要拔出电源插头并卸下电池。 

 只能通过其边缘来操作装配有 ESD 的模块。 

 请勿触摸含有 ESD 的模块上的任何连接器针脚或导体。
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1.产品介绍 

1.1 概述 

M60 系列产品包含 M60-H 系列和 M60-E 系列，其中 M60-H 系列 是一款无风

扇高性能嵌入式整机，板载第六代 Intel® Core™ i7/i5/i3 处理器；M60-E 系列

是一款无风扇低功耗嵌入式整机，板载 J1900 处理器+Bay Trail 平台芯片技术

方案。产品支持 WIN7(64bit)、WIN10、LINUX(2.6 内核)等操作系统。 

整机结构简单，外形尺寸小巧，机壳采用铝合金铸造成形；结构紧凑、坚固、

无风扇设计，外壳兼作散热用，具有优良的密封防尘、散热与抗振性能。 

M60系列产品主要应用于机械检测设备、工业自动化控制、智能交通、高速

公路车道控制等各种嵌入式领域。 

          

 M60-H-01 

 

          

 M60-H-02/03 
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M60-E-01 

 

           

M60-E-2P-01 

 

         
M60-H-2P-01 
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1.2 规格 

项目 定义 

微处理器 

M60-H系列:支持Intel I3-6100TE/I3-6300T/I5-6500TE/ 

I5-6500T/I5-6500/I7-6700TE CPU 

M60-E 系列：支持板载 Intel Celeron J1900 CPU 

注：具体以实际配置为准 

芯片组 
M60-H 系列：基于 Intel H110/C236 平台 

M60-E 系列: 基于 Intel Bay Trail 平台 

内存 

M60-H：提供 2 条 260Pin DDR4 SO-DIMM 内存插槽，插槽

最大支持 16GB，整机内存最大支持 32GB 

M60-E：J1900 主板：提供 1 个 SO-DIMM 内存插槽，标配

4G DDR3L 内存，最大 8G 内存(SO-DIMM)，且 8G DDR3L 内

存需双面颗粒。 

注：整机标配 4GB 内存(其它内存容量可选) 

主

要

功

能

指

标 

显示功能 

 支持VGA、HDMI、DVI-D三种显示接口 

 VGA支持最低分辨率640×480、最高分辨率1920×

1080 

 HDMI 分 辨 率 3840 × 2160(M60-H) ， 1920 ×

1080(M60-E) 

 DVI分辨率1920×1200 

 支持VGA、HDMI、DVI-D显示，支持两两双显，不支

持同时三显 
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网络功能 

提供最多4个10/100/1000Mbps网络接口， LAN1可支持网

络唤醒功能 

注：具体以实际配置为准 

音频功能 采用 HD 标准，支持 MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT  

存储 
 提供 1个 MSATA 接口 

 提供 3个 SATA 接口，支持热插拔功能 

扩展总线 

 提供 2个 Mini PCIe 插座，其中 MPCIe1 能用于常规

Mini PCIe 接口卡和无线网卡，MSATA1 能用于常规

Mini SATA 接口卡和 4G 模块 

 最多提供 2 个扩展插槽，2 个 PCI 插槽或 1 个 PCI

槽+1 个 PCIeX16；PCI 槽支持 PCI2.3 标准，PCIeX16

插槽支持 PCIe2.0 标准；  PCI 卡支持尺寸高

106.68mm，长 174.63mm， PCIE 卡支持尺寸高

106.68mm，长 167.65mm 

注：1、根据整机配置不同，扩展槽会有所不同，具

体请以实际整机配置为准 

2、当扩展槽接入设备超过 15W 时，输入电源需≧24V

外部 IO 接口 

 提供最多 10 个串口，其中 COM1～COM6 支持

RS-232/422/485 模式选择，COM7～COM10 为 RS-232

模式 

 提供最多： 

M60-H 系列：4 个 USB3.0 接口+4 个 USB2.0 接口 

 M60-E 系列：1个 USB3.0 接口+7 个 USB2.0 接口 
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外部 IO 接口

 提供 1个 PS/2 键盘/鼠标接口 

 提供最多 4个 10/100/1000Mbps 网络接口 

 提供 1个 VGA 接口 

 提供 1个 HDMI 接口 

 提供 1个 DVI-D 接口 

 提供 1个 AUDIO 接口(支持 MIC、LINE-IN、LINE-OUT) 

 提供 1个 8路 GPIO 接口（使用 1×10 凤凰端子） 

注：以上接口，因平台及配置不同，接口数量及类

型会有所不同，具体请以实物为准 

外形尺寸 

（不含挂耳）

M60-H-01/02/03：240mm（W）×185mm（D) ×70mm（H）

M60-E-01：240mm（W）×185mm（D)×57.5mm（H）

M60-E-2P-01：240mm（W）×185mm（D)×113.5mm（H） 

M60-H-2P-01：240mm（W）×185mm（D）×125mm（H） 

净重 

M60-H-01/02/03：约 3.8Kg 

M60-E-01：约 3 Kg 

M60-E-2P-01：约 3.8Kg 

M60-H-2P-01：约 4.6Kg 

（不包含包装、配件重量） 

颜色 设备颜色：月光银 

主

要

性

能

指

标 

温度 

 工作温度：  

-5℃ ～ +50℃（机械硬盘） 

-20℃ ～ +60℃（固态/电子硬盘） 

 存储温度：-40℃～+70℃ 
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湿度 温度 40℃，相对湿度 95%（非凝结状态） 

电磁兼容性 

 IEC 60945-2002 辐射骚扰 

 IEC 60945-2002 传导骚扰 

 IEC 60945-2002 静电放电 B级 

 IEC 60945-2002 脉冲群抗扰度 B级 

 IEC 60945-2002 浪涌（冲击）抗扰度 B级 

 IEC 60945-2002 传导抗扰度 A 级 

 IEC 60945-2002 电源中断 C级 

可靠性 
 平均无故障工作时间：MTBF≥50000h 

 平均维修时间：MTTR≤0.5h 

安全性 满足 GB4943-2011 的基本要求 

机械环境 

适应性 

 振动：2-15Hz/1.0mm 振幅；15-200Hz/1g 加速度 

 抗冲击：10G，半正弦，脉宽 11ms  

电源特性 

 输入电压/频率：9VDC-36VDC 

 M60-E： 

整机功耗：9.7W（待机状态）； 整机功耗：15.3W （运

行 3D MARK） 

M60-H： 

整机功耗：18.5W（待机状态）； 整机功耗：39.5W （运

行 3D MARK） 

注：以上功耗仅供参考，具体以实际配置为准 
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1.3 使用说明 

1.3.1 外部功能 

设备正视图 位置 描述 

1 开/关按钮 

2 复位按钮 

3 硬盘指示灯 

4 电源指示灯 

5 LINE OUT  

6 LINE IN 

7 MIC 

8 PS/2 

9 DVI 

10 USB1～USB4 

  

M60-H-01/02/03/M60-E-01 

 

 

M60-E-2P-01/M60-H-2P-01 

11 ANT1/2 
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M60-H-01/ M60-E-01 设备后视图 位置 描述 

1 电源接口 

2 HDMI 

3 VGA 

4 COM1～COM6 

5 LAN1/2 

6 USB5～USB8 

7 GPIO  

 

8 接地螺钉 

 

M60-H-02/03 设备后视图 位置 描述 

1 电源接口 

2 HDMI 

3 VGA 

4 COM1～COM5 

5 LAN1～LAN4 

6 USB5～USB8 

7 GPIO  

 

8 接地螺钉 
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M60-E-2P-01/M60-H-2P-01 设备后视图 位置 描述 

1 电源接口 

2 HDMI 

3 VGA 

4 COM1～COM10 

5 LAN1/2 

6 USB5～USB8 

7 扩展卡 

8 接地螺钉 

 

9 GPIO 

 

1.3.2 内部布局 

M60-H-01/02/03/M60-E-01 设备内部布局图 位置 描述 

1 前 IO 板 

 

2 主板 
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3 后 IO 板 

4 硬盘模块 

 5 主板支架 

 

M60-E-2P-01/ M60-H-2P-01 设备内部布局图 位置 描述 

1 后 IO 板 

2 主板 

3 前 IO 板 

4 硬盘模块 

 
 

 5 主板支架 
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1.3.3 操作控件 

警告 

开/关按钮信号不会切断设备电源！ 

小心 

设备执行硬件复位时可能会丢失数据。 
 

控件按钮 位置 描述 

1 

开关按钮 

用于开关设备的开/关按

钮 

 

2 

复位按钮 

使用尖物或回形针可操作

复位按钮。 按钮信号将触

发硬件复位 

 

1.4 状态指示灯 

显示 含义 LED 描述 

不亮 已从电源断开 

POWER 设备状态显示 

绿色 设备运行中 

不亮 无访问 

HDD 显示硬盘访问 

黄色 访问 
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2.应用规划 

2.1 运输 

包装好的产品能以任何交通工具，运往任何地点，在长途运输时不得装在敞

开的船舱和车厢中，中途转运时不得存放在露天仓库中，在运输过程中不允许和

易燃、易爆、易腐蚀的物品同车（或其他运输工具）装运，并且产品不允许经受

雨、雪或液体物质的淋湿与机械损坏。 

 

2.2 贮存 

产品贮存时应存放在原包装箱内，存放产品的仓库环境温度为 0℃～40℃，

相对湿度为 20%～85%。仓库内不允许有各种有害气体、易燃、易爆炸的产品及

有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。包装箱应垫

离地面至少 10cm，距离墙壁、热源、冷源、窗口或空气入口至少 50cm。 

小心 

损坏设备的风险！ 

在寒冷天气状况下运输设备时，应注意温度的极端变化。 这种情况下，请确

保设备上或设备内部没有形成水滴（凝露）。如果设备上形成了凝露，请至少

等待 12个小时后再接通设备。 

 

2.3 开箱及检查交付的设备 

2.3.1 开箱检查设备 

设备开箱时请注意以下几点： 

 建议您不要丢弃原包装材料。 请保留原包装材料以备再次运输设备时使

用。 

 请将附带文档存放在安全的地方。 初始调试设备时需用到该文档，并且它
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是设备的一部分。 

 检查交付的设备，查看是否在运输途中造成了任何明显的损坏。 

 验证所运货物是否包含完整的设备以及您单独订购的附件。 如有任何不符

或存在运输损坏，请联系客户服务人员。 

 

2.3.2 记录设备的标识数据 

注意 

在维修时或失窃后，可凭借这些唯一的编号来识别设备，请不要撕毁。 

序列号：位于设备箱体（如下图所示） 

 

 

2.4 外部环境条件  

规划项目时，应考虑以下条件： 

 操作说明提供的规范中所指定的气候和机械环境条件。 

 请避免极端环境条件。设备应注意防尘、防潮及防热。 

 请勿使设备受到阳光直射。 

 请确保其它组件或机柜侧面距设备上方和下方的距离至少分别为 50 mm 和 

100 mm。 

 请勿盖住设备的通风口。 

 应始终遵守该设备所允许的安装位置要求。 

 所连接或安装的 I/O 不得在设备中生成大于 0.5 V 的反向电压。
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3.安装产品 

3.1 安装信息 

在安装设备前，请阅读以下安装说明。 

注意 

在开关柜中进行安装时，请遵守装配准则及相关的DIN/VDE要求或者国家/地

区特定的规章。 

 

3.2 安装方式 

□19″上架式     □桌面式（台面式）     □嵌入面板式 

■壁挂式         ■VESA 标准支撑臂       □手提便携式 

□其他方式___________ 

 

3.2.1 壁挂式安装 

步骤：如左图所示，用螺钉把机

器固定在机柜上 

 

注意事项：整机一定要放置在托

板上或导轨上，严禁只用前面板

螺钉固定整机。 

 

警告 

确保墙壁或天花板或载体能够承载至少为四倍的设备总重量（包括机柜支架

和附加的扩展模块）。 
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3.2.2 VESA标准支撑臂安装 

步骤：如左图所示，用螺钉

把机器固定在支撑臂上 

 

注意事项：安装时须用随机

器配备螺钉或按说明书要求

选用螺钉 

 

警告 

VESA支臂的承重能力，要至少是整机重量的2倍以上。 

 

3.3 密闭整机使用环境 

密闭整机的散热方式：通过热传递和热辐射的方式将内部发热器件的热量传

导至机箱外壳，机箱外壳再通过热辐射和空气对流的方式将热量传递给外部空

间，机箱内部，机箱外壳，整机所处的工作空间三者保持着持续地，充分地热交

换状态。整机所处的工作区域空间有如下要求： 

密闭整机三维最大尺度为 L，重力方向为 Y，整机上方空间为+Y，下方空间

为-Y，如下面图 1和图 2所示。 

1、上方区域 +Y > 2L，整机正上方要有大于 2倍最大尺寸的区域空间；  

2、下方区域 -Y > L，整机正下方要有大于 1倍最大尺寸的区域空间； 

3、其它四个方向（前、后、左、右）的区域空间要大于 0.5L； 

4、在上述热交换区域空间内不能再有其它发热体或空间隔断物，机箱外壳表上

也不能再放置其它物品； 
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5、热交换区域空间与其外部的自然环境要有热交换渠道，比如动力排风设备、

保证空气自由流通的进出风口等等； 

6、在距离底部 20～50mm 的下方区域空间的温度不能超过整机的额定工作环境温

度； 

7、热交换区域空间内任意一点的空气流动速度不低于 0.2m/s。 

    

图 1  整机三维最大尺度 

 

 

图 2  热交换区域空间 

 

安装时外壳散热翅片顺着机柜内的通风方向会有更好的散热效果，推荐下面

两种通风方式，如图 3和图 4所示。 
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   图 3  左右横向通风 

 

  

 图 4  向上通风 
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4.设备连接 

4.1 连接前的注意事项 

警告 

所连接或内置的外围设备不得接入极性相反的设备。 

警告 

本设备只能在接地电源网络上运行。禁止在未接地或阻抗接地的电源网络上进

行操作。 

警告 

使用的设备额定电压必须符合本产品电源特性。 

注意 

只能连接经认可适合工业应用的外围设备。设备运行时，可以连接热插拔 I/O 

模块（USB）。无热插拔功能的I/O设备只能在设备断开电源后进行连接。 

 

4.2 接地连接 

低阻抗接地连接更有助于将外部电缆、信号电缆或连接 I/O 模块的电缆所

生成的干扰释放到接地系统。 

接地端子 

设备上的接地端子 ①（大表面、

大面积接触）必须与安装有设备的

机柜或设备的中央接地母线连接。 

最 小 导 线 横 截 面 不 能 小 于

2.5mm2  ，接地电阻最大不能大于

0.1Ω。 
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4.3 将设备连接到电源 

将设备连接到电源的步骤 

把配件中的适配器上的端子插入

图示接口①中 

 

     

危险 

雷暴雨期间断开电源和数据电缆。 

注意 

必须断开电源连接器才能将设备与电源完全隔离。 
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5.调试 

5.1 操作系统 

 支持操作系统：WIN7、WIN10、LINUX。 

 

5.2 产品接口定义 

5.2.1 DC电源输入插座 

提供 1个 4P卧式凤凰端子插座，支持单电源输入，电压输入范围：9-36 VDC，

管脚定义如下： 

管脚 信号名称 

1 正 

2 负 

3 SW- 

 

DC IN 9V-36V 

4 SW+ 

注：SW+、SW-:远程开关机输入信号，ATX 模式下触发 SW+、SW-两脚开关机。 

 

5.2.2 AUDIO接口 

管脚 信号名称 

1 MIC 

2 LINE IN   

3 LINE OUT 
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5.2.3 USB接口 

1、USB2.0 标准接口 

管脚 信号名称 

1 +5V_USB 

2 USB_DATA- 

3 USB_DATA+ 

 

USB1～USB4 

4 GND 

 

2、USB3.0 标准接口 

管脚 信号名称 

1 +5V_USB 

2 USB_DATA- 

3 USB_DATA+ 

4 GND 

5 USB_SSRX- 

6 USB_SSRX+ 

7 GND 

8 USB_SSTX- 

 

USB5～USB8 

9 USB_SSTX+ 

注：M60-E 系列整机仅 USB5 为 USB3.0 接口，USB6～8 为 USB2.0 接口。 
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5.2.4 PS/2 键盘鼠标接口 

提供 1个 PS/2 鼠标键盘接口。 

管脚 信号名称 

1 KB_DATA 

2 MS_DATA 

3 GND 

4 +5V 

5 KB_CLK 

 

MS/KB 

6 MS_CLK 

 

5.2.5 网络接口 

最多提供 4个 10/100/1000Mbps以太网接口，标准RJ45 连接器，其中LILED

和ACTLED是以太网接口两边的LED，它们显示着LAN的网络速度指示状态和网络活

动指示状态。请参考以下每一个LED的状态描述。 

           

LILED 

（双色：橙绿双色）

网络速度 

指示状态 ACTLED 

（单色：绿色灯） 

网络活动 

指示状态 
绿色 1000Mbps 

闪烁 有数据传输 橙色 100Mbps 

灭 无数据传输 灭 10Mbps 
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注：千兆网卡不管有/无 Link 信号，左边的 ACTLED 灯表示的是有无数据传输，

有数据传输时，左边的绿色灯应为“闪烁”状态；只连接网络未收发数据时，绿

色灯应为“熄灭”状态；有广播包时，ACTLED 灯会“闪烁”属于正常。 

 

5.2.6 DVI接口 

提供 1个标准 DVI-D 接口（使用 DVI-I 连接器引出），管脚定义如下： 

管脚 信号名称 管脚 信号名称 

1 DATA2- 13 NC 

2 DATA2+ 14 +5V 

3 GND_DVI 15 GND 

4 NC 16 HOTPLUG 

5 NC 17 DATA0- 

6 DDCCLK 18 DATA0+ 

7 DDCDATA 19 GND_DVI 

8 NC 20 NC 

9 DATA1- 21 NC 

10 DATA1+ 22 GND_DVI 

11 GND_DVI 23 CLK+ 

DVI-D 

12 NC 24 CLK- 

 

5.2.7 VGA接口 

提供 1个标准DB15 VGA接口，管脚定义如下： 
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管脚 信号名称 管脚 信号名称 

1 Red 2 Green 

3 Blue 4 NC 

5 GND 6 GND 

7 GND 8 GND 

9 NC 10 GND 

11 NC 12 DDCDATA 

13 HSYNC 14 VSYNC 

VGA 

15 DDCCLK   

 

5.2.8 HDMI接口 

提供 1个 19Pin Type A型 HDMI接口。 

管脚 信号名称 管脚 信号名称 

1 TMDS DATA2+ 2 TMDS DATA2 Shield

3 TMDS DATA2- 4 TMDS DATA1+ 

5 TMDS DATA1 Shield 6 TMDS DATA1- 

7 TMDS DATA0+ 8 TMDS DATA0 Shield

9 TMDS DATA0- 10 TMDS CLK+ 

11 TMDS CLK Shield 12 TMDS CLK- 

13 CEC 14 RSVD(NC on device)

15 SCL 16 SDA 

17 DDC/CEC Ground 18 +5V 

 

HDMI 

19 Hot Plug Detect - - 
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5.2.9 串口 

最多提供 10 个 COM口，其中COM1～COM6 支持RS-232/RS-422/RS-485 模式，

默认RS-232 模式，COM7～COM10 支持RS-232 模式，管脚定义如下： 

信号名称 

管脚 RS-232 

(Default) 

(COM1～COM10) 

RS-422 

(COM1～COM6)

RS-485 

(COM1～COM6) 

1 DCD# TXN DATA- 

2 RXD TXP DATA+ 

3 TXD RXP NC 

4 DTR# RXN NC 

5 GND GND GND 

6 DSR# NC NC 

7 RTS# NC NC 

8 CTS# NC NC 

COM1～COM10 

9 RI# NC NC 

注：1.在 RS-485 模式下，数据收发方向为 RTS 控制。 

    2. 整机搭配不同 IO 板，IO 板 COM 口位号与整机位号可能不一致，具体请

以实物为准。  

 

COM 模式设置： 
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通过 I/O 板上跳帽进行选择，其管脚定义参考上面表格，具体配置如下： 

管脚设置 模式选择 

COM3 COM4 COM5 COM6
RS-232 

(Default)
RS-422 RS-485

JP1 JP4 JP7 JP10 1-2 3-4 5-6,7-8

JP2 JP5 JP8 JP11 1-3,2-4 3-5,4-6 3-5,4-6

 

JP1～JP12 

JP3 JP6 JP9 JP12 1-3,2-4 3-5,4-6 3-5,4-6

注：1、COM1、COM2 在 BIOS 下进行模式选择。 

     （M60-E详见 39、40 页； M60-H详见 58、59 页） 

   2、COM1～COM6 设置成 RS-485 模式的自动流控功能，需要在 BIOS 下设置。 

     （M60-E详见 40 页； M60-H详见 58、59 页） 

 

5.2.10 GPIO接口 

管脚 信号名称 管脚 信号名称 

1 D1 2 D2 

3 D3 4 D4 

5 D5 6 D6 

7 D7 8 D8 

 

GPIO 

（脚距：3.81mm） 

9 GND 10 VCC 

注：出厂默认状态为高电平(5V)，输入输出信号的电压范围为 0-5V。 
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6.软件介绍 

 

软件名称 说明 支持范围 

BPI 
BIOS 编程接口规范，提供软

件访问硬件的统一接口 
本公司所有支持 BPI 的主板整机 

eManager 

在 BPI 基础上开发的平台管

理应用软件，方便用户对其

工控设备的状态查询，日志

管理和工控常用的基本功能

（如 WDT，GPIO，硬件监控）

等 

所有支持 BPI 的主板整机均可运

行 eManager，子功能视具体主板

而定。对于不支持的，可以提供

定制服务（具体费用请咨询客服） 
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6.1 BPI介绍 

BPI(BIOS Programming Interface)是一种跨平台的，易维护的，支持 32 位

或 64 位操作系统保护模式下的访问硬件的软件接口规范，支持多进程和多线程

访问硬件。BPI 是硬件和应用软件之间的纽带，其目的是为应用层提供平台无关

的操作硬件的标准接口（以库函数的形式呈现，类似标准 C 的库函数），应用软

件工程师无需关心主板具体的硬件实现方案。用户利用 BPI 库就可以快速开发出

自己的软件产品，而且在主板硬件升级时,无需修改应用层软件,原来的软件就可

在新的平台上正常运行。BPI大大提高了产品的开发速度和降低产品的维护成本。 

BPI 架构如图 1 所示： 

 

图 1 BPI 架构 

1. BPI 支持功能 

1) 看门狗 
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支持看门狗启动，停止及喂狗功能。 

2) GPIO 

支持 GPIO 输入输出编程。  

3) 硬件监控 

支持主板 CPU 温度，系统温度，风扇转速及主板核心电压侦测，如 CPU Core

电压，V12.0，电池电压等。 

 

用户可以根据应用需求利用 BPI 库进行二次开发，例如： 

a) 通过侦测 CPU 温度，如果温度过高，触发蜂鸣器报警。 

b) 通过对 GPIO 编程来控制外设等。 

 

2. BPI 的优点 

1) 平台无关性 

BPI 向应用层提供的接口，即 BPI 库函数是平台无关的，因此使用 BPI 库

函数开发的软件，无需做任何修改，就可直接在支持 BPI 功能的新硬件平

台上正常运行，具有良好的可移植性。 

2) 安全性和可靠性高 

访问硬件的 BPI 库函数由主板开发商编写，并经过严格测试，可避免因对

系统硬件操作不当，造成系统异常问题。 

3) 易维护 

传统方式的 WDT 及 GPIO 编程与硬件密切相关，测试及调试复杂，且需要维

护不同平台的软件，而使用 BPI 库开发的软件，只要维护一套软件即可。 

4) 成本低 

用户使用 BPI 开发应用程序，不会增加额外的硬件或软件成本。应用软件

工程师利用 BPI 库函数可以很方便地进行二次开发，无需关注具体硬件的
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访问细节，可大大降低产品开发难度和缩短开发周期，帮助系统集成商产

品快速上市。 

 

6.2 FMI简介 

 FMI(Firmware Management Interface)是基于 BPI 规范开发的管理软件，

目前 FMI 支持日志管理 eLog 功能，其测试程序详见说明书光盘。 

1) 日志管理 eLog 

详细记录计算机使用情况，如第一次开机时间，测试完成时间，出厂时间，

每次开关机时间，系统总的开机次数，非法关机次数，计算机总的在线时

长，CPU 总的心跳次数。日志管理信息可以为失效分析和产品升级提供非常

有价值的参考信息。 

 

BPI 库地址：见光盘中的“Sofware\Chinese\BPI” 

或者“Sofware\English\BPI” 

BPI 库函数使用手册 

安装“BPI X Setup.exe”后，默认自动生成 BPI 库函数使用手册在“开始”

→“程序”→“EVOC” →“evoc_bpi_x”中可以找到使用说明。 

 

6.3 eManager管理软件介绍 

eManager 软件是研祥自主研发的设备管理平台软件。利用 eManager 软件，

可以进行系统运行异常监测，GPIO 输入输出模式及电平的设置，实时监测温度、

风扇、电压状态，预测硬盘寿命等功能，帮助客户有效的使用及管理设备。 软

件具有以下功能: 

 看门狗(WDT)  

 GPIO 
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 硬件侦测 

 记录开关机时间并绘制时间数据曲线 

 硬盘 SMART 信息 

 

6.3.1 运行环境 

以 windows 操作系统为例，如果客户需要用 BPI 提供的库函数，自己开发应

用程序，只需包含 EVOC_BPI_DLL.dll、BPI32.sys、BPI64.sys。如客户需运行，

eManager 软件，直接解压安装，我们提供的的 BPI3.0 的安装包后，以启动即可。

（win7 以上的操作系统需以管理员权限运行）。 

 

6.3.2 功能 

1、欢迎界面 

软件打开后显示友好的欢迎界面，如下图所示。 

 

2、看门狗(WDT) 

看门狗效果图如下所示。 

使用方法：首先进行配置，模式为复位模式，计时单位选择分或者秒，超
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时时间范围从 1-255 间任意数字。配置完成后按左边“开始”按钮，看门狗开始

倒计时工作，“当前计时”处显示当前倒计时值，复位模式下倒计时等于 0 时机

器重启，倒计时过程中可按下“喂狗”按钮将重新开始从配置的超时时间开始倒

计时；按下“停止”按钮为停止看门狗工作。看门狗正在倒计时时退出程序也会

停止看门狗工作。“自动喂狗”选项框选中后，在倒计时过程中，计时时间小于

3秒自动喂狗。 

功能：可监控系统是否正常运行，并对异常进行复位。当系统出现异常时，

看门狗无法自动喂狗，倒计时结束后系统重启，从系统错误中恢复。 

 

 

 

3、GPIO 
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GPIO 效果图如上图所示。 

使用方法：默认状态不启用 GPIO，避免用户程序也存在 GPIO 设置时与之冲

突。GPIO 最大支持 64Pin 显示，界面上超过 8Pin 时以滚动条的形式显示，GPIO
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的输入输出模式在相应的单选框内设置，电位的高低状态用绿灯显示，灯亮表示

高电位，灯灭表示低电位，GPIO 为输出模式时可改变电位状态，通过右边对应

的“设置”按钮切换电位状态。如果是网络型号主板则会把该主板特有的 LED 灯

显示出来，并可进行设置。 

功能：进行 GPIO 和 LED 网络灯的设置 

 

4、硬件检测 

 

硬件检测效果图如上图所示。 

使用方法：软件切换至硬件检测界面后，自动获取温度、风扇转速、电压

等参数信息，每隔 2S 刷新一次。 

功能：实时获取硬件工作状态。 
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6.3.3 固件管理 

1、硬盘 SMART 

 

硬盘 SMART 效果图如上图所示。 

使用方法：在下拉列表中选择硬盘，然后列表框中则会现在影响硬盘性能

的 SMART 信息。 

功能：查看影响硬盘性能的 SMART 属性，帮助预测硬盘的使用寿命，避免硬

盘损坏导致数据丢失。 

 

2、开机时间 
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开机使劲效果图如上图所示。 

使用方法：选择需要查询的其实时间和结束时间，查询，然后列表框中则

会赛选出规定时间跨度内的，机器开关机记录。也能显示非法关机次数。和机器

总运行时间。 

功能：监控机器运行状态。记录非法关机次数。 

 

3、用户编程 

用户可以直接使用 eManager 软件进行设备的管理，如果用户打算自己编写

软件，可以参照光盘中附带 VB、VC、C++Builder、Delphi 的完整例程及 BPI 编

程接口使用手册。 

 

 

 

 



 
BIOS 功能介绍 

 

M60 SERIES · 37 · 
 

7.BIOS功能介绍 

7.1 UEFI简介 

UEFI（Unified Extensible Firmware Interface：标准的可扩展固件接口），

是新一代的计算机固件，用于取代传统的 BIOS。UEFI 固件存储在主板的闪存存

储器中，主要功能包括：初始化系统硬件，设置各系统部件的工作状态，调整各

系统部件的工作参数，诊断系统各部件的功能并报告故障，给上层软件系统提供

硬件操作控制接口，引导操作系统等。UEFI 提供用户一个菜单式的人机接口，

方便用户配置各系统参数设置，控制电源管理模式，调整系统设备的资源分配等。 

正确设置 UEFI 的各项参数，可使系统稳定可靠地工作，同时也能提升系统

的整体性能。不适当的甚至错误的 UEFI 参数设置，则会使系统工作性能大为降

低，使系统工作不稳定，甚至无法正常工作。 

 

7.2 UEFI参数设置 

每当系统接通电源，正常开机后，便可看见进入 UEFI 设置程序提示的信息。

此时(其它时间无效)，按下提示信息所指定的按键（通常为<Del>键或<ESC>键）

即可进入 UEFI 设置程序。 

通过 UEFI 设置程序修改的所有设置值（除了日期、时间）都保存在系统的

闪存存储器中，即使掉电或拔掉主板电池，其内容也不会丢失；而日期、时间则

保存在系统的 CMOS 存储器中，该 CMOS 存储器由电池供电，即使切断外部电源，

其内容也不会丢失，除非执行清除 CMOS 内容的操作。 

注意！UEFI 的设置直接影响到电脑的性能，设置错误的参数将造成电脑

的损坏，甚至不能开机，请使用 UEFI 内置缺省值来恢复系统正常运行。 

由于本公司不断研发更新 UEFI，其设置界面也会略有不同，以下的画面

供您参考，有可能跟您目前所使用的 UEFI 设置程序不完全相同。 
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7.3 Bay Trail平台UEFI基本功能设置(适用于M60-E系列机型) 

当SETUP程序启动之后，您可以看到Aptio Setup Utility – Copyright (C) 

2018 American Megatrends, Inc.主画面如下： 

 Main 

 

 System Date 

选择此选项，用< + > / < - >来设置目前的日期。以月/日/年的格式来表

示。各项目合理的范围是：Month/月(1-12), Date/日(01-31),Year/年(最

大至 2099), Week/星期(Mon.～ Sun.)。 

 System Time 

选择此选项，用< + > / < - >来设置目前的时间。以时/分/秒的格式来表

示。各项目合理的范围是：Hour/时(00-23), Minute/分(00-59),Second/

秒(00-59)。 
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 Advanced 

 

 

 Super IO Configuration 
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 Serial Port Configuration 

 

 Serial Port1～2 

此项用于打开或关闭当前串口，部分配置有 4个 COM 口。 

 Device Settings 

此项用于显示串口当前的资源配置。 

 COMA Mode Select 

串口模式选择。 

 COMA RUD Mode 

串口的 RUD 模式选择。 

 UART RS485/422 AUTO Flow Control  [Disable] 

选项选择使能自动流控功能，232 模式下必须 Disable。 

 

 



 
BIOS 功能介绍(适用于 M60-E 系列机型) 

 

M60 SERIES · 41 · 
 

 Hardware  Monitor 

 

显示当前所侦测到得硬件的电压，温度等监控信息。 

 System temperature 

当前系统温度，一般主板上有热敏电阻监测。 

 CPU temperature 

当前 CPU 温度。 

 CPU FAN 

CPU FAN 转速。 

 VCORE 

CPU 核心电压。 

 VCC3.3/VCC5/VCC12 

侦测显示 ATX 电源的各主电压的工作电压值。 

 VBAT 

CMOS 电池电压。 
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 CPU Configuration 

 

显示 CPU 的相关信息。注意，CPU 的 Socket, Speed 等跟平台所安装的 CPU 有关，

不同系列、型号的 CPU 所显示的信息不同。  

 Intel Virtualization Technology 

Intel 虚拟化技术，使用虚拟机或某些 Linux 系统时需要使能此功能。 

 Power Technology 

打开或者关闭 CPU 的电源管理功能。当选择 Customer 时，EIST、Turbo Mode

等选项才会显示出来。 

 

 PPM Configuration 
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 CPU C state Report 

CPU 的 C 状态通知 OS 开关。 

 Max CPU C-state 

选择 CPU 的 C 状态，C7 最节能，C1 最耗电。以此类推。 

 IDE Configuration 
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SATA Port0～1 动态侦测主板上有没有接 SATA 设备，如果对应的 Port 上有接设

备，则显示该 SATA 设备的型号。否则，显示 Not Present。 

 SATA Speed Support 

SATA 控制接口速度 [GEN1/GEN2/GEN3]。 

 SATA Mode 

SATA 控制器的类型选择，对应 IDE 和 AHCI 两个选择项。 

注意，选择 AHCI 进行系统安装时，可能需要 Floppy 设备和特定芯片组对

应的驱动。 

 SATA Port0～1 

SATA Port 接口的开关，设置为 Disabled，则对应的 SATA 接口不可用。 

 SATA Port1 Fuction Select 

SATA 接口选择对应的接口模式，默认 MSATA，请勿修改，否则硬盘无法使

用。 

 

 Miscellaneous  Configuration 
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 OS Selection 

安装及使用操作系统时，此项需要设置正确。比如安装或使用 Windows 7，

必须设置此项为 Windows 7，否则会出现安装系统蓝屏，安装好的系统不能

引导等问题。 

注意，Android 选项仅供测试用，因为缺少相应的驱动，目前 Android 系统

不能完全支持。 

 

 USB Configuration 

 

 Legacy USB Support 

此选项用于支持传统的 USB 设备（键盘，鼠标，存储设备等），当该项设为

Enabled 时，即使不支持 USB 的操作系统如 DOS 下也能使用 USB 设备。当设

置成 Disabled 时，传统设备在不支持 USB 的操作系统中将不可用。 

注意，EFI application 下 USB 仍然可用，如 Shell 下。 

 XHCI Hand-off 
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此项用于当操作系统无 USB 3.0 驱动的话，enabled 该项会使系统能切换到

BIOS XHCI。 

 EHCI Hand-off 

此项用于当操作系统无 USB 2.0 驱动的话，enabled 该项会使系统能切换到

BIOS EHCI。 

 USB Mass Storage Drive Support 

USB 大容量 USB 的支持选项。默认选择 ENABLED。 

 USB transfer time-out 

USB 传输暂停，默认 20S[1/5/10/20]。 

 Device reset time-out 

设备复位暂停默认 20S[10/20/30/40]。 

 Device power-up delay 

设备加点延迟[AUTO/MANUAL]。 

      

 EVOC Features 
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 FMI Configuration 

此选项是 BPI3.0 里的 FMI 功能的总开关。 

 Time Record Support 

此项用于 BPI3.0 里的记录开关机时间、次数功能的开关。选项为 Enable

的时候 BPI3.0 里才可以使用该功能，否则不可以使用。 

 eDisk Support 

该选项是 eDisk 功能总开关，开启该选项后会出现 edisk boot 选项。一键

还原功能必须 Enabled 该选项和 edisk boot 选项。 

 elogo Support 

该选项是开机画面功能开关。 

 Special Boot Order Configuration 

该选项是当需要使用一键还原功能的时候必须 Enabled 该选项。只有当选

项为 Enabled 的时候，一键还原才生效。 

 

 Chipset 

 



 
BIOS 功能介绍(适用于 M60-E 系列机型) 

 

· 48 · M60 SERIES 
 

 North Bridge 

 

显示当前系统安装内存的容量、内存类型等信息，为动态侦测信息。 

 

 Intel IGD Configuration 
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 GOP Driver 

Win8 VBIOS 使用该选项。 

 Integrated Graphics Device 

板载集成显示选项，如果要外接 PCI 显卡的话必须 Disabled 该选项，否则

有冲突。 

 IGD Turbo Enable 

集显睿频功能开关。 

 Primary Display 

设置主板板载主显是集显或者独显[Auto/IGD/PCIe/SG] 。 

 GFX Boost 

此项为显卡 GPU 睿频加速功能开关。 

 PAVC 

此项为音频、视频保护控制开关，启用此技术，音频、视频在整个传输和

播放过程中均处于被保护状态。注意，如果播放蓝光光碟，此项必须启用。 

 DVMT Pre-Allocated 

此项用于设置 DVMT 5.0 预分配显存容量，即 IGD 独占显存容量大小。 

 DVMT Total Gfx Mem 

此项用于设置 IGD 设备可使用的总的显存容量大小。 

 Aperture Size 

AGP 显示卡临时借用的那部分内存的大小,默认值 256MB。如果需要插入

PCIE 的显卡或者 PCIE 转 PCI 的显卡，必须把该选项设置为 512MB，然后保
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存后掉电再插卡。 

 GTT Size 

显存大小。 

 

 LCD Control 

 

 Primary IGFX Boot Display 

选择显示设备[AUTO/VGA/HDMI/LVDS]。 

 LCD Panel Type 

设置输出的分辨率。 

 Panel Color Depth 

设置输出的分辨率的位数。 

 

 South Bridge 
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 Restore AC Power Loss 

三个选项   POWER OFF：断 AC 电源后，插入不开机 

                POWER ON： 插 AC 电源就开机 

         Last State：断 AC 电源前是什么状态，再插入就是什么状态 

 Security 
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 Administrator Password 

此项用于设置管理员密码。 

 User Password 

此项用于设置普通用户密码。 

 Boot 

 

 Setup Prompt Timeout   

设置启动时屏幕提示等待时间。 

 Boot NumLock State 

开机时小键盘状态是否开启。 

 Quiet Boot 

Boot 模式选择开关，用于打开或关闭 Quiet Boot 功能。 

 Fast Boot 

 Boot Option Priorities 

此项用于配置系统引导的优先次序。其中，#1 优先级最高，#n 优先级最低。 
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 Save & Exit 

 

 Save Changes and Exit 

此项用于保存修改并退出 Setup 设置程序。如果所作修改需要重启才能生

效，则会自动进行重启。 

 Discard Changes and Exit 

此项用于放弃所作修改并退出 Setup 设置程序。 
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7.4 UEFI基本功能设置(适用于M60-H系列机型) 

当SETUP程序启动之后，您可以看到Aptio Setup Utility – Copyright (C) 

2018 American Megatrends, Inc.主画面如下： 

 Main 

 

 System Date 

选择此选项，用< + > / < - >来设置目前的日期。以月/日/年的格式来表

示。各项目合理的范围是：Month/月(1-12), Date/日(01-31),Year/年(最

大至 2099), Week/星期(Mon.～ Sun.)。 

 

 System Time 

选择此选项，用< + > / < - >来设置目前的时间。以时/分/秒的格式来表

示。各项目合理的范围是：Hour/时(00-23), Minute/分(00-59),Second/

秒(00-59)。 
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 Advanced 

 

 CPU Configuration 

此项显示 CPU 的相关信息及功能。请注意：CPU 的型号，工作频率，处理器

核的个数，超线程技术及虚拟技术等 CPU 技术参数，与所安装的 CPU 有关，

不同系列的 CPU 所显示的信息内容有所不同。 
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 Hardware Prefetcher 

MLC 预取功能控制开关。 

 Adjacent Cache Line Prefetch 

预取缓存控制开关。 

 Intel Virtualization Technology 

Intel 虚拟技术功能的控制开关。 

 Active Processor Cores 

活动的处理器核的个数配置。 

 

 Power & Performance 

此项显示 CPU 的相关的功耗信息及性能的设置。 
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 Boot performance mode 

启动性能模式选择。 

 Intel(R) SpeedStep(tm) 

Intel SpeedStep 控制开关。 

 CPU C states 

CPU C 状态开关，一种节能降低功耗的状态开关。 
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 Super IO Configuration 

该项提供本平台的串口 COM1～4。 

 

 

 Serial Port 1～4 Configuration 
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 Serial Port 

当前串口使用的控制开关。 

 Device Settings 

显示串口当前的资源配置。 

 COMA Mode Select 

串口模式选择。 

 COMA RS485 AUTO Flow    

串口的自动流控制开关，M60 系列专有。 

 

 COM5～COM8 Configuration 和 COM9～COM12 Configuration 
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 Serial Port 

当前串口使用的控制开关。 

 Device Settings 

显示串口当前的资源配置,Reset Required 显示该串口硬件没有连接。 

 HW Monitor 
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 System temperature 

侦测显示主板的环境系统温度。 

 CPU temperature 

侦测显示 CPU 核心温度。 

 CPU FAN Speed 

显示当前主板 CPU 风扇(CPUFAN1)的转速。 

 VCORE 

侦测显示当前主板 CPU 核心电压的工作电压值。 

 VCC12/VCC5/VDDQ 

侦测显示 ATX 电源的各主电压的工作电压值。 

 VBAT 

侦测显示主板电池当前的电压值。 

 

 CSM Configuration 

与 Legacy 设备兼容相关配置。 
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 USB Configuration 

该项提供关于 USB 控制器的配置。 

 

 Legacy USB Support 

此选项用于支持传统的 USB 设备（键盘，鼠标，存储设备等），当该项设为

Enabled 时，即使不支持 USB 的操作系统如 DOS 下也能使用 USB 设备。当设

置成 Disabled 时，传统设备在不支持 USB 的操作系统中将不可用。 

注意，EFI application 下 USB 仍然可用，如 Shell 下。 

 

 EVOC Features 

该项提供 EVOC 特有功能(简称:“FMI”)的配置。 
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 FMI Configuration 

FMI 功能的总开关，用来控制是否支持 EVOC Features。 

 Time Record Support 

此项用来记录主板运行时长。 

 eDisk Support 

此项用来打开或关闭虚拟磁盘。 

 eLogo support 

此项用来在线更换开机 Logo，只有当 eDisk Support 是 enabled 时，该功

能才能实现。LOGO 图片的格式必须为 BMP，且文件名为 LOGO.BMP。 

 Special Boot Order Configuration 

该项提供 EVOC 特定引导设备启动顺序的配置。 
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 Special Boot Order Configuration 

EVOC 特定引导设备启动顺序功能的控制开关。仅当该项设置为“Enabled”

时，才能配置引导设备启动顺序。 

 Chipset  

该项提供关于平台芯片组的配置。 
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 System Agent(SA) Configuration 

该项提供关于 System Agent 功能的配置。 

 

 

 Memory Configuration 

 

 Maximum Memory Frequency 

最大内存频率设置。 
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 ECC Support 

内存 ECC 支持设置。 

 

 Graphics Configuration 

 

 Primary Display 

第一显示的控制开关。 

 Internal Graphics 

集成显卡的控制开关。 

 GTT Size 

设置集成显卡的显存大小。 

 Aperture Size 

显卡暂用内存大小。 

 DVMT Pre-Allocated 

设置共享显存的初始值。 

 DVMT Total Gfx Mem 
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设置共享显存的最大值。 

 LCD Control 

显示控制选项。 

 

 LCD Control 

 

 Primary IGFX Boot Display 

设置第一集成显示输出。 

 LCD Panel Type 

设置输出的分辨率。 

 Panel Color Depth 

设置 LCD 屏的位数。 

 

 Graphics Configuration 
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 Enable Root Port 

使能或者关闭PEG Port 

 Max Link Speed 

最大连接速度选择 

 PEG Port Feature Configuration 
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 Detect Non-Compliance Devcie 

检测非兼容设备。 

 PCH-IO Configuration 

该项提供 Intel PCH 芯片的功能配置。 

 

 Restore AC Power Loss 

使用该选项可以设置计算机在交流电停电而后再来电时系统所处状态。

Power Off，让系统处于关机状态，Power On，系统自动开启， Last State，

则保持到断电前的状态。 

 

 SATA Configuration 

该项显示主板所接硬盘信息。动态侦测主板上有没有接硬盘设备，如果对

应的端口上有接设备，则显示该硬盘设备的型号。否则，显示为空(“Empty”)。 
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 SATA Controller(s) 

使能或关闭 SATA 控制器。 

 SATA Mode Selection 

SATA 工作模式选择。该平台提供 AHCI 和 Intel RST Premium 模式（部分平

台支持）,如果要配置 RAID,请选择 Intel RST Premium 模式。 

 SATA Controller Speed 

SATA 控制器速度选择。 

 Port 0～3 

SATA 硬盘端口使用的控制开关。 
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 Security 

 

 

 Administrator Password 

此项用于设置管理员密码。 

注意：如果只设置管理员密码，那么，当进入 Setup 设置程序时不输入密码

也可以以 User 账户进入 SETUP 设置程序（即，此时空密码有效）。 

 

 User Password 

此项用于设置普通用户密码。 

注意：如果只设置普通用户密码，那么，当进入 Setup 设置程序时输入密码

后将获得管理员权限。 此时，空密码无效。 
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 Boot 

 

 Setup Prompt Timeout 

  按 F2 后 Setup 响应时间。 

 Bootup NumLock State 

键盘灯两灭。 

 Quiet Boot 

Boot 模式选择开关，用于打开或关闭 Quiet Boot 功能。 

 Boot Option Priorities 

此项用于配置系统引导的优先次序，编号越大优先级越低。其中，#1 优先

级最高。 

 Fast Boot 

用于打开或关闭 Fast Boot 功能。 
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 Save & Exit 

 

 Save Changes and Reset 

此项用于保存修改并重启。 

 Discard Changes and Reset 

此项用于放弃所作修改并重启。 

 Restore Defualts 

此项用于重新加载优化默认值。 
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7.5 x86 平台下UEFI所要管理的系统资源 

这里的系统资源我们定义三种：I/O 端口地址，IRQ 中断号和 Memory 地址。 

 IO端口地址 

X86 的 I/O 地址线只设计 16 条，从 0～0FFFFh，I/O 地址空间总共有 64K，

在传统的 ISA 接口，只使用到前面的 1024 个（0000～03FFh），0400h 以上

的端口为 PCI 接口与 EISA 接口所使用。每一外围设备都会占用一段 I/O 地

址空间。下表给出了 X86 平台大致上所要用到的 I/O 接口列表。 

地  址 设备描述 

0000-001F Direct memory accdess controller 

0000-0CF7 PCI bus 

0020-0021 Programmable interrupt controller 

0024-0025 Programmable interrupt controller 

0028-0029 Programmable interrupt controller 

002C-002D Programmable interrupt controller 

002E-002F Motherboard resources 

0030-0031 Programmable interrupt controller 

0034-0035 Programmable interrupt controller 

0038-0039 Programmable interrupt controller 

003C-003D Programmable interrupt controller 

0040-0043 System timer 

004E-004F Motherboard resources 

0050-0053 System timer 

0060-0060 PS/2 标准键盘 

0061-0061 Motherboard resources 
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0063-0063 Motherboard resources 

0064-0064 PS/2 标准键盘 

0065-0065 Motherboard resources 

0067-0067 Motherboard resources 

0070-0070 Motherboard resources 

0070-0077 System CMOS/real time clock 

0080-0080 Motherboard resources 

0092-0092 Motherboard resources 

00A0-00A1 Programmable interrupt controller 

00A4-00A5 Programmable interrupt controller 

00A8-00A9 Programmable interrupt controller 

00AC-00AD Programmable interrupt controller 

00B0-00B1 Programmable interrupt controller 

00B2-00B3 Motherboard resources 

00B4-00B5 Programmable interrupt controller 

00B8-00B9 Programmable interrupt controller 

00BC-00BD Programmable interrupt controller 

00F0-00F0 Numeric data processor 

02F8-02FF 通信端口 (COM2) 

03B0-03BB 标准 VGA 图形适配器 

03C0-03DF 标准 VGA 图形适配器 

03F8-03FF 通信端口 (COM1) 

04D0-04D1 Motherboard resources 

04D0-04D1 Programmable interrupt controller 
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0680-069F Motherboard resources 

0800-087F Motherboard resources 

0A00-0A0F Motherboard resources 

0A10-0A1F Motherboard resources 

0A20-0A2F Motherboard resources 

0A30-0A3F Motherboard resources 

0D00-FFFF PCI bus 

164E-164F Motherboard resources 

1800-18FE Motherboard resources 

1854-1857 Motherboard resources 

E000-E01F 以太网控制器 

E000-EFFF PCI Express standard Root Port 

F000-F03F 标准 VGA 图形适配器 

F040-F05F 标准 AHCI 1.0 串行 ATA 控制器 

F060-F07F 标准 AHCI 1.0 串行 ATA 控制器 

F080-F083 标准 AHCI 1.0 串行 ATA 控制器 

F090-F097 标准 AHCI 1.0 串行 ATA 控制器 

FF00-FFFE Motherboard resources 

FFFF-FFFF Motherboard resources 

FFFF-FFFF Motherboard resources 

FFFF-FFFF Motherboard resources 
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 IRQ中断分配表 

系统共 0有 15 个中断源，有些已被系统设备独占。只有未被独占的中断才

可分配给其它设备使用。ISA 设备要求独占使用中断；只有即插即用 ISA

设备才可由 UEFI 或操作系统分配中断。而多个 PCI 设备可共享同一中断，

并由UEFI或操作系统分配。下表给出了X86平台部分设备的中断分配情况，

但没有给出 PCI 设备所占用的中断资源。 

中断号 设备描述 

IRQ0 System timer 

IRQ1 PS/2 标准键盘 

IRQ2 保留 

IRQ3 通讯端口(COM2) 

IRQ4 通讯端口(COM1) 

IRQ5 保留 

IRQ6 保留 

IRQ7 保留 

IRQ8 System CMOS/read time clock 

IRQ9 保留 

IRQ10 保留 

IRQ11 PCI 数据捕获和信号处理控制器 

IRQ12 Microsoft PS/2 Mouse 

IRQ13 Numeric data processor 

IRQ14 Motherboard resources 

IRQ15 保留 
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 APIC 

高级可编程中断控制器。在现代 P4 以上级别的主板中，大都支持 APIC，可

以提供多于 16 个中断源，如 IRQ16—IRQ23，部分主板如支持 PCI-X 的主板

可以有多达 28 个中断源。但要启用该功能必须相应的操作系统支持。 

 

 Memory地址 

地  址 设备描述 

000A0000-000BFFFF PCI BUS 

000A0000-000BFFFF 标准 VGA 图形适配器 

8B000000-DFFFFFFF PCI bus 

C0000000-CFFFFFFF 标准 VGA 图形适配器 

DE000000-DEFFFFFF 标准 VGA 图形适配器 

DF000000-FD01FFFF 以太网控制器 

DF000000-DF0FFFFF PCI Express standard Root Port 

DF200000-DF023FFF 以太网控制器 

DF100000-DF10FFFF 多媒体音频控制器 

DF110000-DF11FFFF 通用串行总线（USB）控制器 

DF120000-DF123FFF 多媒体音频控制器 

DF124000-DF127FFF PCI 内存控制器 

DF123000-DF129FFF 标准 AHCI 1.0 串行 ATA 控制器 

DF12A000-DF12A0FF SM 总线控制器 

DF12B000-DF12B7FF 标准 AHCI 1.0 串行 ATA 控制器 

DF12C000-DF12C0FF 标准 AHCI 1.0 串行 ATA 控制器 
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DF12E000-DF12EFFF PCI 数据捕获和信号处理控制器 

DFFE0000-DFFFFFFF Motherboard resources 

E0000000-EFFFFFFF Motherboard resources 

FD000000-FDABFFFF Motherboard resources 

FD000000-FE7FFFFF PCI bus 

FDAC0000-FADCFFFF Motherboard resources 

FADA0000-FDAFFFFF Motherboard resources 

FADE0000-FDAEFFFF Motherboard resources 

FADF0000-FDAFFFFF Motherboard resources 

FDB00000-FDFFFFFF Motherboard resources 

FE000000-FE01FFFF Motherboard resources 

FE036000-FE03BFFF Motherboard resources 

FE410000-FE3FFFFF Motherboard resources 

FED00000-FED003FF High precision event timer 

FED10000-FED17FFF Motherboard resources 

FED18000-FED18FFF Motherboard resources 

FED19000-FED19FFF Motherboard resources 

FED20000-FED3FFFF Motherboard resources 

FED45000-FED8FFFF Motherboard resources 

FED90000-FED93FFF Motherboard resources 

FEE00000-FEEFFFFF Motherboard resources 

FF000000-FFFFFFFF Intel(R) 82802 Firmware Hub Device 

FF000000-FFFFFFFF Motherboard resources 
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8.扩展安装 

(以下扩展拆装适用于M60-H-01/02/03/M60-E-01 机型) 

8.1 打开设备 

小心 

仅能由经过授权和符合条件的人员来打开设备。在保修期内，只允许用户安装

扩展内存和扩展卡模块 

小心 

设备包含的电子元件可能会被静电电荷损坏。因此，打开设备前需要采取预防

措施。 请参见“ESD 准则”中有关操作静电敏感组件的 ESD 准则 

准备工作 

将设备与电源隔离。 

打开设备的步骤 

1 
卸掉如图4颗沉头螺钉，

卸下后IO面板 
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2 
松开图示位置的 4 颗螺

钉 

 

3 
松开图示位置的 4 颗螺

钉，拆下底盖 

 

4 
将箱体①沿图示方向抽

出 
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8.2 内存扩展 

准备工作 

将设备与电源断开。 

拆卸内存 

拆卸内存的步骤 

1 

倒立机箱，如图松开左右

两侧的4颗螺钉，拆下底

盖 

 

2 
松开图示位置的螺钉，拆

下硬盘盒 

 

3 
拨开内存槽拨片，取出内

存 
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安装内存 

安装内存的步骤 

1 
对准内存槽位置插入内

存并卡紧 

 

2 
装上硬盘盒，锁紧图示位

置的螺钉 

 

3 
合上底盖，如图锁紧左右

两侧的4颗沉头螺钉 

 

 

8.3 硬盘扩展 

准备工作 

将设备与电源断开。 

小心 

只能由经授权的合格人员更换驱动器 
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拆卸硬盘 

拆卸硬盘的步骤 

1 
松开图示位置的4颗螺

钉，拆下底盖 

 

2 
松开图示位置的螺钉，拆

下硬盘盒 

 

3 
卸下固定硬盘的4颗螺

钉，取出硬盘 

 

 

安装硬盘 

安装硬盘的步骤 

1 
装上硬盘，用4颗螺钉固

定 
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2 
装上硬盘盒，锁紧图示位

置的螺钉 

 

3 
合上底盖，如图锁紧左右

两侧的4颗沉头螺钉 

 

 

8.4 安装/卸下MiniPCI-E、M-SATA 

备注：MiniPCI-E、M-SATA 均支持 3G/4G 模块。 

准备工作 

将设备与电源断开。 

小心 

PCB 上的电子元件对静电放电非常敏感。在操作这些组件时务必确保采取正

确的预防措施。 请参见有关操作静电敏感组件的 ESD 说明“ESD 准则”。

拆卸 MiniPCI-E、M-SATA 

拆卸MiniPCI-E、M-SATA的步骤 

1 
松开图示位置的4个螺

钉，拆下底盖 
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2 
拆下图示位置的螺钉，

拆下硬盘盒 

 

3 拆下MiniPCI-E、M-SATA

 

 

安装 MiniPCI-E、M-SATA 

安装 MiniPCI-E、M-SATA 的步骤 

1 
安装好MiniPCI-E、

M-SATA 

 

2 
装上硬盘盒，锁紧图示

位置的螺钉 
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3 
合上底盖，如图锁紧左

右两侧的4颗沉头螺钉 

 

 

8.5 SIM卡扩展 

备注：3G/4G模块需要出厂前安装。 

小心 

PCB 上的电子元件对静电放电非常敏感。在操作这些组件时务必确保采取正

确的预防措施。 请参见有关操作静电敏感组件的 ESD 说明“ESD 准则”。

拆卸SIM卡 

拆卸SIM卡的步骤 

1 
松开图示位置的4个螺

钉，拆下底盖 

 

2 
松开图示位置的螺钉，

拆下硬盘盒 

   



 
扩展安装（适用于 M60-H-01/02/03/M60-E-01 机型) 

 

· 88 · M60 SERIES 
 

3 
取出mini PIC-E或

M-SATA，再拆下SIM卡 

 

 

安装SIM卡 

安装SIM的步骤 

1 
如图安装SIM卡,再安装

mini PIC-E或M-SATA 

 

2 
安装硬盘盒，锁紧图示

位置的4颗螺钉 

    

3 
合上底盖，如图锁紧左

右两侧的4颗沉头螺钉 
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(以下扩展拆装适用于M60-E-2P-01/M60-H-2P-01 机型) 

8.6 打开设备 

小心 

仅能由经过授权和符合条件的人员来打开设备。在保修期内，只允许用户安装

扩展内存和扩展卡模块 

小心 

设备包含的电子元件可能会被静电电荷损坏。因此，打开设备前需要采取预防

措施。 请参见“ESD 准则”中有关操作静电敏感组件的 ESD 准则 

准备工作 

将设备与电源隔离。 

打开设备的步骤 

1 

倒立机箱，如图卸掉左右

两侧的4颗沉头螺钉，向

上拉动机箱分开上下机

箱 

 

2 

卸掉如图所示后IO面板

上的4颗螺钉以及端子上

面的六角螺柱，即可卸下

后IO面板  
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3 
将箱体①沿图示方向抽

出 

 

  

 

8.7 内存扩展 

准备工作 

将设备与电源断开。 

拆卸内存 

拆卸内存的步骤 

1 

倒立机箱，如图卸掉左右

两侧的4颗沉头螺钉，向

上拉动机箱分开上下机

箱 

 

2 
松开图示位置的螺钉，拆

下硬盘盒 
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3 
拨开内存槽拨片，取出内

存 

 

 

安装内存 

安装内存的步骤 

1 
对准内存槽位置插入内

存并卡紧 

 

2 
装上硬盘盒，锁紧图示位

置的螺钉 

 

3 
合上上下机箱，如图锁紧

左右两侧的4颗沉头螺钉
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8.8 硬盘扩展 

准备工作 

将设备与电源断开。 

小心 

只能由经授权的合格人员更换驱动器 

拆卸硬盘 

拆卸硬盘的步骤 

1 

倒立机箱，如图卸掉左右

两侧的4颗沉头螺钉，向

上拉动机箱分开上下机

箱 

 

2 
松开图示位置的螺钉，拆

下硬盘盒 

 

3 
卸下固定硬盘的4颗螺

钉，取出硬盘 
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安装硬盘 

安装硬盘的步骤 

1 
装上硬盘，用4颗螺钉固

定 

 

2 
装上硬盘盒，锁紧图示位

置的螺钉 

 

3 
合上上下机箱，如图锁紧

左右两侧的4颗沉头螺钉

 

 

8.9 安装/卸下MiniPCI-E、M-SATA 

备注：MiniPCI-E、M-SATA 均支持 3G/4G 模块。 

准备工作 

将设备与电源断开。 
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小心 

PCB 上的电子元件对静电放电非常敏感。在操作这些组件时务必确保采取正

确的预防措施。 请参见有关操作静电敏感组件的 ESD 说明“ESD 准则”。

拆卸 MiniPCI-E、M-SATA 

拆卸MiniPCI-E、M-SATA的步骤 

1 

倒立机箱，如图卸掉左右

两侧的4颗沉头螺钉，向

上拉动机箱分开上下机

箱 

 

2 
松开图示位置的螺钉，拆

下硬盘盒 

 

3 拆下MiniPCI-E、M-SATA
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安装 MiniPCI-E、M-SATA 

安装 MiniPCI-E、M-SATA 的步骤 

1 
安装好MiniPCI-E、

M-SATA 

 

2 
装上硬盘盒，锁紧图示位

置的螺钉 

 

3 
合上上下机箱，如图锁紧

左右两侧的4颗沉头螺钉
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8.10 SIM卡扩展 

备注：3G/4G模块需要出厂前安装。 

小心 

PCB 上的电子元件对静电放电非常敏感。在操作这些组件时务必确保采取正

确的预防措施。 请参见有关操作静电敏感组件的 ESD 说明“ESD 准则”。

拆卸SIM卡 

拆卸SIM卡的步骤 

1 

倒立机箱，如图卸掉左右

两侧的4颗沉头螺钉，向

上拉动机箱分开上下机

箱 

 

2 
松开图示位置的螺钉，拆

下硬盘盒 

   

3 
取出mini PIC-E或

M-SATA，再拆下SIM卡 
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安装SIM卡 

安装SIM的步骤 

1 
取出mini PIC-E或

M-SATA，再安装SIM卡 

 

2 
装上硬盘盒，锁紧图示位

置的螺钉 

 

3 
合上上下机箱，如图锁紧

左右两侧的4颗沉头螺钉
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8.11 拆卸/安装扩展卡 

准备工作 

将设备与电源断开。 

拆卸扩展卡 

拆卸扩展卡的步骤 

1 

倒立机箱，如图卸掉左右

两侧的4颗沉头螺钉，向

上拉动机箱分开上下机

箱 

 

2 

松开图示位置的螺钉和

螺母，拆下后盖和扩展卡

固定架 

 

3 

拆掉锁PCI/PCIE键仔的

的2颗螺钉，然后拿出

PCI/PCIE卡 
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安装扩展卡 

安装扩展卡的步骤 

1 
沿卡槽方向装上扩展卡，

锁紧键仔的2颗螺钉 

 

2 

装上后盖和扩展卡固定

架，锁紧图示位置的螺钉

和螺母 

 

3 
合上上下机箱，如图锁紧

左右两侧的4颗沉头螺钉
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9.技术参数 

9.1 辅助组件的最大功耗 

辅助组件 允许的最大功耗 最大总功率

  +5 V +3.3V +12 V -12 V  

USB2.0/3.0

设备 
强电流 

500mA/

800mA
-- -- -- 

10 W（适用于

所有 USB 

设备） 

每个插槽 1.5 A 1.5 A 0.3 A 0.2 A

MiniPCIE 

总计 1.5 A 1.5 A 0.3 A 0.2 A

8 W（对于整

个设备） 
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10.尺寸图 

10.1 尺寸图概述 

本节包含以下尺寸图： 

产品外形尺寸图 

产品安装尺寸图 

说明 

尺寸图中的单位通常为毫米 

 

10.2 产品外形尺寸图 
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10.3 产品安装尺寸图 
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11.附录 

11.1 常见故障分析与解决 

常见故障 可能的原因 纠正或避免错误 

未给设备供电  
检查电源接口是否连接正确 

检查电源开关是否设置为ON  

设备不能运行  输入的电源电压值不

在系统支持的电压范

围中 

系统可能处于电源过压或欠压保

护中，检查电源输入电压是否在设

备允许的范围内 

监视器未打开 打开监视器 

监视器处于“节电” 按键盘上的任意键 

监视器输入通道选择

不正确 

对于设有多路输入通道的显示器，

请通过监视器按钮选择监视器电

缆所连接的通道 

亮度按钮已设置为暗 

设置监视器亮度按钮以使其变亮。

有关详细信息，请参见监视器操作

说明 

检查电源线是否正确地连接到监

视器和系统单元或接地的防电击

出口。检查监视器电缆是否正确地

连接到系统单元和监视器 

监视器不亮 

电源线或监视器电缆

未连接 

如果执行这些检查后监视器屏幕

仍不亮，请与技术支持团队联系 
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未加载鼠标驱动程序 

启动应用程序时检查鼠标驱动程

序是否正确安装并存在。有关更详

细的信息，请参见鼠标或应用程序

手册 

检查鼠标线是否正确连接到系统

单元。如果使用了适配器或鼠标延

长线，则还应检查连接器 

屏幕上不显示

鼠标指针 

未连接鼠标 

如果执行这些检查并采取措施后

鼠标指针仍然没有在屏幕上显示，

请与技术支持团队联系 

整机上的时间

或日期不正确 

 
在引导顺序执行期间按<F2>，打开 

BIOS Setup。在设置菜单中设置时

间和日期 

虽然 BIOS 设

置正确，但时间

和日期仍不对 

备用电池失效 
在这种情况下，请联系您的技术支

持团队 

USB设备不响应 
操作系统不支持 USB 

端口 
无补救措施 
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11.2 常见报警信息分析与解决 

报警信息 含义及解决措施 

EFI BIOS产品开机屏幕显示黄色报警

信 息 “ Warning system time is 

invalid，please set it to right”

主板CMOS时间设置错误，需要纠正 

主板开机后屏幕显示“Reboot and 

Select proper Boot device or Insert 

Boot Media in selected Boot device 

and press a key” 

当前磁盘无法引导，需要重新检查

系统硬盘连接线缆是否正常，或使

用光驱进行操作系统重新安装 

Award BIOS主板，开机POST阶段，屏幕

显示错误信息“Keboard error or no 

keyboard present” 

主板或整机未连接PS/2或USB键盘，

需要正确接入键盘 

EFI BIOS主板开机POST阶段，听到“滴

-滴-滴-滴-滴”5声滴的响声 

主板或整机未连接PS/2或USB键盘，

需要正确接入键盘 

整机搭配冗余电源，当开机后，整机电

源位置发出刺耳的报警声 

冗余电源没有同时接入2个AC插头，

需要关机重新接入2个AC插头 

 

11.3 ESD 准则 

ESD的定义 

所有电子模块都配备了大规模集成化的 IC 或组件。 由于其自身设计原因，这

些电子元件对过电压极其敏感，因此对任何静电放电都极为敏感。 

静电敏感组件/模块通常被称为 ESD设备。 这也是此类设备的国际通用缩略语。 

可通过以下符号来识别 ESD 模块： 
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小心 

ESD 设备可被远低于人类能感知阈值的电压所损坏。 如果您接触设备的元件

或电气连接时未释放身体中存在的静电电荷，将产生静电电压。 静电放电电

流可能会导致模块出现潜在问题，损坏或许不会在当时表现得很严重，但运行

中可能导致故障。 

静电充电 

未与周围电位相连的人体中会发生静电充电现象。 

以下数据显示了人体与指定材料接触时可能产生的最大静电电压。 这些值符合 

IEC 801-2规范。 

 

操作员身上的静电电压 

防止静电放电的基本保护措施 

 确保良好的等电位连接： 

拿握静电敏感设备时，确保您的身体、工作区域和包装均已接地。 这样做可防

止静电电荷。 

 避免直接接触： 

通常只有在无法避免的情况下（例如在维修过程中）才接触静电敏感设备。 拿

握模块时不接触任何芯片引脚或 PCB 电路。 这样，释放的电能将不会影响敏感

设备。 

处理模块之前，先释放身体中的电荷。 可通过接触接地的金属部件进行放电。 务

必使用接地的测量仪器。
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12.设备维护 

12.1 卸下和安装硬件组件 

12.1.1 执行维修 

只能由经过授权的人员对设备进行维修。 

警告 

未经授权擅自打开或对设备维修不当可导致设备的严重损坏或危及用户安全。

每次打开设备前将设备与电源断开。 

 仅安装专为此设备设计的系统扩展设备。如果安装其它扩展设备，可能会

损坏该设备或违反关于射频抑制的安全要求和规章。请联系技术支持团队

或设备购买地，以了解可安全安装的系统扩展设备。 

 如果因安装或更换系统扩展设备而将设备损坏，担保将失效。 

责任范围 

对因使用第三方设备或组件而造成的功能损害，本公司不承担任何责任。 

 

12.1.2 预防性维护 

为了保持较高的系统可用性，我们建议对易磨损设备组件进行预防性更换。下表

给出了这种更换的时间间隔。 

组件 更换时间间隔 

硬盘 3 年 

CMOS 备用电池 5 年 

 

12.1.3 更换备用电池 

更换电池前的注意事项 

小心 

存在损坏的风险！ 

始终使用同类型锂电池或者制造商推荐的锂电池进行更换。 
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处理 

小心 

废弃电池必须按照当地法规来处理。 

 

准备工作 

说明 

1.记下BIOS Setup 的当前设置或将设置保存为 BIOS Setup“退出”Exit) 

 菜单中的用户配置文件。 

2.在 BIOS 说明中提供了一个列表，可在其中记下这些信息。 

3.将设备与电源断开。 

 

更换电池 

更换电池的步骤 

1 卸下固定上盖的4颗螺钉，打开上盖 

2 
拔下如图所示电池连接

线，卸下电池 

 

3 

将新电池背胶的离型纸揭

掉，贴在主板对应位置，

并用胶布加固，再将电池

连接线插入主板对应插座

里 
 

4 盖上上盖并用螺钉锁紧 
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12.2 驱动程序安装说明 

本产品的驱动程序安装及主板详细信息请参考整机配套光盘，在此不做介

绍。 

遇到驱动程序无法正常安装时，比如出现黄色问号或叹号等，建议先安装对

应操作系统的最新补丁包或直接安装最新发行版本的操作系统，再安装驱动程

序。 
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